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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
公共部分：

过孔工艺:

过孔必须阻焊塞孔（需明确传递给CAM哪些孔径为过孔,不清楚的与顾客确认）

线路:

非金属孔如果设计有焊盘或者在铜面上，预审需与顾客确认按照正常削铜制作并将确认结果指示给CAM。

标记：

板上需加我司的生产型号。
4.孔铜:

孔铜最小≥25um。

5.测试:

所有＜0.3mm的孔需做孔电阻测试。

预审部分：
叠层设计:

若客户无指定材料要求时，需使用IT180A的高TG板材，引用民品订单资料时若为中TG、高TG,且原始说明及EQ也未提及的需改为IT-180A。
②层间成品最小介质厚度≥0.09mm，除了使用TU-752 0.1mm T/C的板材外，使用其它材料层间的理论厚度≥0.11mm(即PP和Core的厚度) 。

标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

验收标准:

验收标准默认按GJB362B-2009，客户加工说明中的验收标准矛盾请忽略,若有其它要求，销售备注在内单模版中。

公差要求:
阻抗公差为：+/-10%；
印制板的长度、宽度公差：±0.25mm；
印制板的厚度公差：±10%板厚（≥2.0mm板厚）；
印制板的弓曲和扭曲的公差≤0.75%。
CAM部分：
1. 孔径公差(只需控制0~~0.8mm内的插件孔公差，其他公差要求都低于我司标准)：

金属孔：±（0.08+X）mm（0~0.8mm导通孔孔径）
     ±（0.1+X）mm（0.85~1.6mm孔径）
     ±（0.15+X）mm（1.65~5.0mm孔径）
      X=0；孔径≥1/3板厚
      X=0.03；1/3板厚＞孔径≥1/4板厚
      X=0.05；1/4板厚＞孔径
非金属孔：±0.08 mm（0~0.8mm孔径）
       ±0.11 mm（0.85~1.6mm孔径）
       ±0.13)mm（1.65~5.0mm孔径）

注：PCB外协加工文件中有具体要求的，按PCB外协加工文件执行。
2. 切口、槽口和键槽公差：±0.1mm（槽口的宽度、深度）
                   ±0.15mm（槽距离基准最大尺寸≤300mm）
                   ±0.2mm（槽距离基准最大尺寸＞300mm）
3. 常规订单喷锡厚度要求：覆盖和可焊接。当成品板厚大于2mm时（背板），最大喷锡厚度要求：元器件孔内为<15um。
4. 导体表面上的阻焊膜厚度≥18um。

5. 最小绝缘电阻50MΩ，测试电压=250V。

6. 终检工序备注：

①不允许孔内藏锡珠；阻焊不接受假性露铜；

②成品尺寸1mm的孔全部需要测量孔径，提供测试记录；
③安全级物料因为有完工报告、质量见证和保质期的问题，禁止使用库存板交付；④导线宽度公差（铜箔厚度≤1盎司）：+0.05/-0.10mm(无电镀层)，±0.1mm（有电镀层）；导线间距减少量≤10%的线宽宽度。
阻焊工序备注：阻焊不接受假性露铜。

MI部分

针对双面或单面板，出货前增加烘板流程，终检增加烘板整平，参数如下：
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